
社长：张立 社址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层 邮编：100048 每周二、五出版 周二8版 周五8版 零售4.50元 全年定价420元 广告部：010-88558848/8808 发行部：010-88558777 广告许可证：京石工商广登字20170003号 发行单位：中国电子报社 印刷单位及地址：经济日报印刷厂 北京市西城区白纸坊东街2号社长：张立 社址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层 邮编：100048 每周二、五出版 周二8版 周五8版 零售4.50元 全年定价420元 广告部：010-88558848/8808 发行部：010-88558777 广告许可证：京石工商广登字20170003号 发行单位：中国电子报社 印刷单位及地址：经济日报印刷厂 北京市西城区白纸坊东街2号

半导体8 2024年4月19日
编辑：诸玲珍 电话：010-88559290 E-mail：zhulzh@cena.com.cn

本报记者 张心怡

2023年全球Top25半导体供应商名单发布

在消费者对ChatGPT等消费级AI应用进行尝鲜和玩票之后，企业也迎来了AI发展的转折点。相比2023年企业纷纷训
练自己的大模型，2024年企业对大模型的关注点转向推理，以实现差异化和变现。一方面，企业部署大模型给计算架构带来
了新的挑战；另一方面，企业对推理的重视，也使其对算力架构的选择走向多元化。

“随着越来越多的通用大模型被训练出来，今年企业的关注点转向了推理。”英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区数
据中心销售总经理庄秉翰向《中国电子报》记者表示，“我们看到一些客户愿意尝试用CPU做大模型推理，还有一些互联网公
司，之前更多提供的是基于GPU的大模型服务，现在也提供基于CPU的大模型，尤其是在推理上。”

企业迎来大模型部署浪潮
市调机构数据显示，预计2026年80%的企

业会使用生成式人工智能，至少50%的企业会在
边缘计算部署机器学习或者深度学习。

Meta发布新一代AI芯片MTIA

专为AI工作负载设计

CPU成为AI推理选项
当大模型和生成式人工智能热度退去，需要

变现并产生价值的时候，就需要思考落地的经济
适用性和最适合的方案。

2023 年，AI 大模型迎来“百模大战”的盛
况。但在大模型走向落地期的过程中，企业越
来越注重大模型的投入产出比和后续的盈利
能力，这一点也反映在企业对底层算力架构的
选择上。

庄秉翰在接受《中国电子报》专访时表示，
2023年，企业对大模型的关注聚焦在训练上，
更注重性能，对成本和功耗没有那么重视。
由于企业都希望训练自己的通用大模型，就
出现了“百模大战”的现象。

随着越来越多的通用大模型被训练出来，
今年企业的关注点转向了推理。对于企业来
说，大模型是需要变现且能够赢利的，但目前
市场上的大模型大多基于开源，用作训练的数
据也差不多，很难通过差异化实现赢利。而企
业AI能够让企业将自身数据融合在大模型的
训练过程中，使大模型真正帮助企业解决业务

上的问题，增强产品竞争力。
而企业对于大模型赢利能力的重视，也体

现在对底层算力架构的选择上。庄秉翰表示，
推理基于大规模的算力部署，需要对智算中心
的成本、功耗以及整体的运营运维进行考量。
在这种趋势下，一些企业正在尝试用CPU做
大模型推理。从许多案例可以看到，CPU 可
以支持130亿参数规模以下大模型的推理。

“对一些企业来说，大模型部署处在初始
阶段。如果立即部署一个很大的GPU集群，
对于运维和开发来说都是很大的挑战。如果
采用逐步部署生成式人工智能的节奏，就可以
通过CPU先来做一些大模型的应用部署。当
不需要生成式大模型时，还可以转换到通用的
应用，这也是一种可以实现赢利的方式。我们
看到一些客户愿意尝试用 CPU 做大模型推
理，还有一些互联网公司，之前更多提供的是

基于 GPU 的大模型服务，现在也提供基于
CPU 的大模型，尤其是在推理上。”庄秉翰向

《中国电子报》记者表示。
而算力架构的选择，也与企业类型和所处

阶段息息相关。英特尔公司市场营销集团副
总裁、中国区云与行业解决方案部总经理梁雅
莉表示，企业要因地制宜，选择最适合企业的
人工智能策略，并基于该策略选择最适合的基
础设施和架构。

“对于头部互联网和大模型公司来讲，今
年面临的挑战是大模型的落地和变现。对于
其他企业来说，如何挑选合适的大模型融入生
产或业务流程以创造价值，是更重要的命题。”
梁雅莉向《中国电子报》记者表示，“当大模型
和生成式人工智能热度退去，需要变现并产生
价值的时候，就需要思考落地的经济适用性和
最适合的方案。”

企业级场景正在成为AI大模型的蓝海市
场。市调机构数据显示，预计2026年80%的企
业会使用生成式人工智能，至少50%的企业会
在边缘计算部署机器学习或者深度学习，从而
提升企业竞争力。在企业支出方面，预计企业
在生成式人工智能的投资将在今年达到 400
亿美元的规模，到2027年达到1510亿美元的
规模。

庄秉翰指出，企业 AI 的发展可以分为三
个阶段。一是AI辅助阶段，AI作为企业的辅
助工具，提供会议纪要总结、大纲提炼、文生图
等辅助功能。二是AI助手阶段，AI赋能各领
域的工作流程自动化，提供行程管理等助手型
功能，以及面向客户的智能客服功能。三是全
功能AI阶段，AI提供全方位、更精准的自动化

服务，为企业经营带来更大价值。
无论是在 AI 助手阶段还是全功能 AI 阶

段，最大的挑战都在于企业数据与通用模型
的结合。

“企业对自己的数据，比如传统的数据如
何保存使用，哪些数据应该在公有云或者私有
云使用，有很明确的规定。但是，现有AI模型
大多是通用模型，一旦企业把数据上传到这些
AI 模型再做提炼升华，就存在数据泄露的风
险，也会对企业的竞争力带来影响。所以我们
提出企业AI的概念，其核心在于以更加开放、
更具规模性、更加可靠的方式，帮助企业释放
AI潜力。”庄秉翰向《中国电子报》记者表示。

按照技术架构，企业 AI 能力的构建可以
分为四个层次。一是兼具可获取性和隐私性

的底层算力。二是具备可扩展性和标准化的
基础设施。比如企业在私有云部署AI，可能采
用单节点、多节点、平均式的部署，或者根据企
业的发展规划从单节点小集群逐步走向更大
的集群，这就需要算力基础设施具备可扩展性
和标准化。三是安全可靠的软件生态。四是
便捷开放的应用生态。

面向企业 AI 的部署需求，英特尔搭建了
算力、基础设施、软件、应用四层生态的开放
生态堆栈。其中算力生态包含基于酷睿处理
器、vPRO商用PC芯片平台的AI PC，基于至
强处理器、Gaudi AI 加速芯片、ARC 显卡的
边缘 AI 与数据中心 AI。基础设施生态包含
OEM、ODM、CSP（云端服务供应商）、OSV（操
作系统集成商）等。

本报讯 半导体市场研究机构 TechIn-
sights近日发布的2023年全球Top25半导体供
应商名单显示，上榜企业没有变化，但排名发
生明显变化，台积电超越三星位居榜首，总销
售额达到692.76亿美元；英伟达成为增长最快
的厂商，由第八名跃居至第四名，增幅102%，
销售额达到496亿美元；中芯国际上榜。

排名第二到第五的厂商分别是英特尔、三
星、英伟达和高通，销售额需要达到59亿美元
左右才能跻身榜单。具体来说，2023 年台积
电营收虽然同比下滑 9%，至 692.76 亿美元，
但是英特尔的营收同比更是大幅下滑了
14%，至 515.05 亿美元，这也使得台积电超越
英特尔排名第一。

排名第三的三星由于存储芯片业务的影响，
其营收同比更是大跌了34%至483.63亿美元。

相比之下，排名第四的英伟达则是2023年
营收增长最快的半导体厂商，其营收同比飙升
了102%，达到496亿美元，也带动了其排名由去
年的第八升至了第四。英伟达营收的暴涨主要
得益于其面向数据中心服务器AI GPU需求的
巨大增长。

排名第五的高通，其2023年营收同比下滑
了16%，至309.13亿美元，这主要是受到了2023
年全球智能手机市场下滑的影响。

全球 Top25 的半导体公司分别是：台积
电、英特尔、三星、英伟达、高通、博通、SK海力
士、AMD、英飞凌、意法半导体、美光、德州仪

器、苹果公司、联发科、恩智浦半导体、ADI、索
尼 、瑞 萨 电 子 、Microchip、安 森 美 、Global-
Foundries、联华电子、铠侠、中芯国际、西部数
据。可以看到，受 2023 年全球半导体市场需
求下滑的影响，在Top25厂商当中，仅有英伟
达、英飞凌、意法半导体、恩智浦半导体、索
尼、Microchip 等少数厂商实现了营收的同比
增长。这些厂商主要受益于来自汽车芯片市
场的旺盛需求，索尼则部分受益于高端智能
手机市场需求的增长。

从Top25厂商的总部所在地来看，其中有
13家供应商的总部设在美国；欧洲、中国台湾
地区和日本各有 3 家；韩国有 2 家；中国大陆
地区有 1 家。 （微 文）

AMD推出最新自适应SoC

提升边缘计算芯片的灵活性和适应性

本报讯 记者张心怡报道：在大
模型走向落地的过程中，边缘计算凭
借靠近数据源的优势，成为大模型向
智能终端、智能网关拓展从而触达更
广大用户的重要载体。与此同时，大
模型与边缘设备的融合，为边缘侧带
来了更高的工作负载，这对本就在功
耗和封装尺寸存在诸多限制的边缘计
算芯片带来了更多挑战。近日，AMD
推出了第二代Versal自适应SoC，包括
面向 AI 驱动型嵌入式系统的 Versal
AI Edge系列，以应对边缘计算场景繁
多，以及嵌入式系统开销受限的痛
点。AMD 自适应与嵌入式计算事业
部 Versal 产品营销总监 Manuel Uhm
向记者表示，要适应快速变化的AI行
业，需要提升边缘计算芯片的灵活性
和适应性，并使芯片架构和封装形式
适应嵌入式系统的需求。

“AI 处 于 快 速 变 化 中 。 比 如
Transformer模型，5年前几乎没有人谈
论，现在无论 ChatGPT 还是生成式人
工智能都绕不开它。未来的（主流）模
型很有可能是刚刚发端的甚至是全新
的，要在这样快速变化的行业生存下
来，就需要适应性、灵活性更强的计算
平台。”Manuel向记者表示。

在智能物联网时代，FPGA厂商赛
灵思（2022 年被 AMD 收购）曾基于
FPGA 的硬件可编程能力，引入 AI 引
擎，推出了 Versal 自适应计算加速平
台。面向 AI 时代的边缘计算需求，
AMD沿袭了子公司赛灵思“自适应”计
算加速平台的理念，并进一步提升了
AI 计算性能和支持的数据类型。据
悉，相较 AMD 第一代 Versal AI Edge
芯片，第二代 Versal 自适应 SoC 每瓦
TOPS最多提升3倍，标量算力最多提
升10倍。

“自适应”的核心在于灵活性。
Manuel 表示，自适应意味着这款 SoC
能够和多种传感器连接、多种接口连
接。基于“可编程逻辑”的特性，自适
应SoC能够对硬件进行实时编程。“处
理器受限于指令集，只能处理指令集
有的内容。而自适应SoC可以对硬件
实现定制，适配不同的传感器、不同的
性能，通过可编程实现真正的灵活
性。”他说道。

嵌入式系统与边缘计算，向来相
辅相成，同为实现智能物联网的关键
技术。AMD认为，AI驱动的嵌入式系
统，其计算加速可分为预处理、AI 推
理和后处理三个阶段。

其中，预处理是边缘计算的主要
环节，对于嵌入式系统尤为关键。嵌
入式系统往往搭载了雷达、激光雷达、
摄像头等多种传感器，其采集的信息
需要经过预处理阶段的传感器处理、
传感器融合、数据调节，才能转化为能
够被人工智能系统使用的数据。

AI推理使嵌入式系统能够处理更
加复杂的工作负载。该阶段面临的挑
战是庞大的数据吞吐量，需要在提升
数据吞吐能力的同时保障推理精准
度，并支持更多的数据类型。

而后处理是对 AI 推理得出的结
果进行决策，需要高性能的嵌入式
CPU来执行。

面向不同加速阶段的需求，AMD
配置了三种处理器，用 FPGA 进行预
处理，用 AI 引擎进行推理，再用 CPU
内核进行后处理。

但如果将三种芯片直接部署在边
缘侧，会使本就在尺寸和功耗受到限
制的边缘芯片产生庞大的系统开销，
包括更高的功率需求和供电复杂性，
更高的占板面积和终端系统尺寸，更
高的内存需求等。因此，AMD第二代
Versal自适应SoC采用了单芯片的封装
形式，将预处理、AI推理与后处理集成
于单器件中，以实现更小、更高效的AI
嵌入式系统。

“（如果采用多芯片系统）需要在
不同的芯片当中传输数据，（通信）时
延就会延长，而且需要在不同的器件
分享数据，需要使用外置的内存，也需
要更多的占板面积和功耗。如果将多
个芯片集成到一个紧凑的可编程逻辑
（单芯片），就能够克服上面的挑战。”
Manuel 告诉记者。据悉，斯巴鲁公司
已选择AMD第二代Versal AI Edge系
列用于公司的下一代ADAS 视觉系统
开发，包括自适应巡航控制、车道保持
辅助以及预碰撞制动等功能。AMD
预 计 于 2025 年 上 半 年 提 供 第 二 代
Versal 系列芯片样片，并预计于 2025
年年末提供量产芯片。

本报讯 近日，Meta 宣布推出新
一 代 训 练 和 推 理 加 速 器（MTIA）。
MTIA是Meta专为AI工作负载而设计
的定制芯片系列。

去年5月，Meta推出了MTIA v1，
为该公司的第一代人工智能推理加速
器。MTIA v1旨在与Meta的高质量推
荐模型完美配合。该系列芯片可以帮
助提高训练效率，并使实际的推理任务
变得更容易。

Meta 表示，新一代 MTIA 的计算
和内存带宽比以前的解决方案增加了
一倍多，同时保持了与工作负载的紧密
联系。

据 Meta 官方介绍，新一代 MTIA
由8×8网格的处理元件（PE）组成。这
些 PE 大大提高了密集计算性能（是
MTIA v1 的 3.5 倍）和稀疏计算性能
（提高了 7 倍）。新一代 MTIA 设计还
采用改进的片上网络（NoC）架构，使
带宽加倍，并允许以低延迟在不同PE
之间进行协调。

为了支持新一代芯片，Meta 还开

发了一个大型机架式系统，最多可容纳
72 个加速器。它由 3 个机箱组成，每
个机箱包含 12 块板，每块板包含 2 个
加速器。

此外，Meta 还将加速器之间以及
主 机 与 加 速 器 之 间 的 结 构 升 级 到
PCIe Gen5，以提高系统的带宽和可扩
展性。

从两代MTIA芯片的对比来看，新
一代 MTIA 芯片采用的是台积电 5nm
工艺技术，拥有256MB的片上内存，频
率为1.3GHz；而MTIA v1的片上内存
为 128MB，频率为 800GHz，采用的是
台积电7nm工艺技术。

新一代 MTIA 芯片的平均频率达
到1.35GHz，比MTIA v1的800MHz要
高出不少，但同时它消耗的功率（90W）
也要比MTIA v1（25W）高出3倍多。

Meta 相关负责人表示，公司内部
正在设计定制芯片，以便与其现有的
基础设施以及将来可能利用的新的、
更先进的硬件（包括下一代 GPU）配
合工作。 （文 编）

瑞萨电子重启甲府工厂运营

以满足车用功率半导体需求

本报讯 车用芯片供应商瑞萨电
子近日宣布重新启动其位于日本山梨
县甲町市的甲府工厂运营。

瑞萨方面表示此举意在提升功率
半导体产能，应对不断增长的电动汽车
行业需求。

甲府工厂隶属瑞萨电子全资子公
司瑞萨半导体制造有限公司，拥有6英
寸和 8 英寸生产线，在 2014 年 10 月停
止运营。

瑞萨电子方面于2022年宣布斥资
900亿日元，将该工厂改建为12英寸晶
圆厂，以应对功率半导体领域持续攀升

的需求。
该工厂目前洁净室面积1.8万平方

米，将于 2025 年开始量产 IGBT、功率
MOSFET 等功率器件，翻倍瑞萨电子
整体的功率半导体产能。

瑞萨CEO柴田英利表示：“从2014
年开始停止运营的甲府工厂，在 10 年
后的今天作为300mm晶圆功率半导体
产线重新投入运营，对此我感到非常高
兴……我们将通过甲府工厂生产的功
率半导体，为电动汽车和人工智能普
及，以及扩大所需的功率半导体的大规
模应用做出贡献。” （瑞 译）

企业部署大模型有了企业部署大模型有了““芯芯””要求要求


